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投资者关系活动

主要内容介绍 

 

一、 业务情况的概述 

当前整个智能行业发展非常迅速, 并且发生很多新的变化。结合公司

的”端侧智能”的场景, 业务的主要进展汇总如下:  

 

2024 年 9 月 12 日，OpenAI 发布新的 o1 系列模型，可以处理复杂的

任务，解决比以前的科学、编码和数学模型更难的问题。o1 系列模型

为强化学习+思维链推理，大模型 Scaling Law 开启了全新范式。可以



预见的是, 随着新模型不断的迭代推出, 端侧智能应用的创新和落地速

度将会大幅加快, 这也将带来操作系统技术在端侧智能领域的不断价

值体现与提升。 

 

智能手机是端侧智能的具体场景之一, 手机产业经过多年的发展已经

相对成熟, 但是从智能手机行业发展来看, 未来还将迎来回暖复苏，市

场增长强劲的潜能。根据最新的报道, IDC 分析称, “下半年手机市场

的增长主要受 Android 机型的带动，预计今年 Android 手机的增长将

达到 7.1%; AI 手机作为行业创新方向，为市场注入了增长活力，在各

大品牌厂商推动下，今年 AI 手机开启放量增长趋势，产品渗透率正

逐步提升。IDC 预计，到 2024 年底 AI 智能手机将实现 344%的强劲增

长，占据整个市场 18%的份额。”随着更高算力芯片的推出，硬件基

础已准备就绪, 为手机产业带来巨大的技术变革。随着 AI 手机技术的

不断渗透, 需要将操作系统和最新的芯片技术进行迭代升级。在软件

的赋能下, 终端设备能够本地处理更加复杂的智能化任务，比如实时

语音识别、图像处理、自然语言理解、手机助手等多个场景，将大大

提升用户体验。同时, 端侧处理提高了应用的实时性和可靠性, 从而促

进端侧设备执行更高效的智能化运算和应用。伴随端侧智能化技术发

展, 将进一步推动软件研发需求的递增。 

 

智能汽车具备端侧智能拓展的广阔前景, 公司的整车操作系统-"滴水

OS", 将座舱、智驾、舱驾融合等全部打通, 成为公司汽车智能化的核

心系统中枢。公司通过构建的"OS+域控+生态"的全栈能力，不仅向行

业合作伙伴提供全开放、全白盒的选项，来帮助汽车行业提高整车软

件研发迭代的效率，并且, 融合了"域控-中央计算架构"的产品也将不

断推出。 

随着汽车芯片、语音交互、汽车系统等软硬件技术水平快速迭代,汽车

座舱进入智能化阶段,出现液晶仪表、中控大屏等,同时娱乐系统进一步

丰富。代表着新一代人机交互的智能座舱, 依然有很大的发展空间。

在第九届华为全联接大会（HUAWEI CONNECT 2024）上, 作为华为

的重要合作伙伴，公司受邀出席会议，并在华为云汽车论坛上发表题

为《端云融合共创座舱新未来》的主题演讲，详尽阐述了中科创达如

何运用端+云相结合的 AI 赋能智能座舱，重构未来智能出行的交互体

验。 

在自动驾驶领域, 可以看到产业界的飞速发展, 特斯拉在自动驾驶领域

取得了重大飞跃，发布了 FSD Beta v12.3 更新。该版本的显著特点是

使用了端到端神经网络，有望大大改进特斯拉的高级驾驶辅助系统

(ADAS)。公司在自动驾驶领域和芯片厂商紧密合作, 不断推进自动驾

驶产品和方案的进展。自动驾驶的核心是软件, 在芯片架构上形成全

功能软件平台结构的灵活性和功能扩展性至关重要。围绕高通芯片, 

公司和高通、立讯精密投资成立的苏州畅行智驾汽车科技有限公司，

推出的 RazorDCX Pantanal(SA8650P)和 RazorDCX Congo（SA8620P)域

控制器产品已经与多个算法合作伙伴展开了合作；在智能座舱领域，

座舱域控制器产品 RazorDCX Tongass（SA8255P）已经赢得了主机厂



认可，获得了量产项目定点；在舱驾融合中央计算领域，重点布局的

是单 SOC 舱驾一体域控 RazorDCX Tarkine（SA8775P），该域控基于

Snapdragon Ride Flex 系统级芯片平台研发,可支持自动泊车、L2+高速

场景智能驾驶功能，是当前市场上极具技术领先性的舱驾融合域控解

决方案。围绕地平线芯片,地平线是行业领先的智能驾驶解决方案提供

商。公司和地平线成立合资公司,双方聚焦智能驾驶赛道，共同致力于

为智能汽车产业变革提供核心技术基础设施和开放繁荣的软件开发生

态，为用户带来无与伦比的智能驾驶体验。围绕黑芝麻芯片, 黑芝麻

智能，成立于 2016 年，是一家领先的车规级智能汽车计算芯片及基于

芯片的解决方案供应商。公司是黑芝麻智能科技的天使轮投资人, 和

黑芝麻智能保持着紧密的合作。操作系统支持不同芯片平台尤为重要, 

并且随着多芯片平台的支持, 操作系统的价值将愈发凸显。在智能驾

驶领域, 公司提供的也是基于多芯片平台的产品和技术。  

 

端侧智能也在推动着物联网产品的不断迭代创新, 不但极大地丰富了

用户的交互体验，还为端侧智能应用场景的拓展构筑起强大的平台支

撑。以具体的产品举例来讲, 作为 AI PC 产业全栈产品与技术的提供

商, 公司与微软、高通均保持着极为紧密的合作关系。在 Microsoft 

Build 开发者大会上，高通技术公司宣布推出面向 Windows 的骁龙®

开发套件。这款开发套件是一款搭载骁龙®X Elite 的小型 PC，旨在助

力开发者针对下一代 AI PC 打造或优化应用程序与体验。公司则为该

骁龙开发套件提供了从设计到生产的一站式优质服务。另外, MR(混合

现实)、AR（增强现实)作为公司重要的产品方向, 推出最新的 MR 

HMD Pro。该产品搭载了尖端的高通 XR2+平台，融合了多个革新混

合现实体验的先进功能，带来了前所未有的混合现实新体验。并且, 

随着端侧应用的快速发展，生成式 AI 已经应用于多种 XR 场景。围绕

AR 眼镜产品, 公司和该产业界的芯片厂商, 合作伙伴, 业界重要客户

等都有不同层面的合作。公司开发了基于 AR1 的轻量化智能 AR 眼镜

方案，打造端侧智能的能力。 

 

最后再讲一下机器人产品的进展。公司的机器人业务发展非常迅速。

当前的机器人产品主要是面向工业领域的移动机器人(AMR 、无人叉

车、多关节复合机器人)全系列产品。公司已经推出了潜伏举升型 

AMR_X150; 托盘搬运型 FMR_G2 200; 升降移载型 MCR_C75S1 等最

新的全系列 AMR 产品, 以及专为 AGV 自主设计研发的软件平台

RSP(Robot Scheduling Platform)。公司在机器人领域已经有相关的订

单。机器人对公司来说是巨大的产业赛道, 机会众多。特斯拉发布的

Optimus 人形机器人, 人形机器人创业公司 Figure 发布的 Figure 01 机

器人, 可以看到 AI 的发展促进"软件定义机器人"时代来临。 

 

公司多年的端侧智能工程技术落地经验以及在操作系统技术方面的持

续创新积累，正在通过全方位战略转型,不断推动汽车、机器人、以及

以手机、物联网为代表的智能终端的全面发展, 形成了丰富多彩的端

侧智能全场景图谱。 



二、 问答 

1. 请介绍一下公司和地平线合作的情况?  

答: 地平线是行业领先的智能驾驶解决方案提供商。公司和地平线成

立合资公司,双方聚焦智能驾驶赛道，共同致力于为智能汽车产业变革

提供核心技术基础设施和开放繁荣的软件开发生态，为用户带来无与

伦比的智能驾驶体验。 

 

2. 有消息报道传出高通正在与英特尔就潜在收购进行接洽的消息, 如

果这个消息属实, 并且收购完成的话, 对于公司和芯片合作方面, 以及

推动 AIPC 产品发展方面, 是否会有更大的帮助?  

答: 对于此消息的报道在此不予置评。从公司和芯片厂商的合作来看,  

操作系统提供硬件的虚拟化和应用的运行环境，本身需要跨芯片平台, 

发挥产业中承上启下的核心作用。同时, 操作系统将底层芯片的创新

赋能上层应用，而上层应用的创新依托操作系统调用底层芯片的基础

算力, 操作系统成为连接底层芯片和上层应用的核心中枢。因此, 一直

以来, 公司和芯片厂商保持密切的合作, 同时, 公司的产品和方案也一

直提供基于跨平台的产品和技术。关于提到的 AIPC 产品, 在

Microsoft Build 开发者大会上，高通技术公司宣布推出面向 Windows 

的骁龙®开发套件。该开发套件是一款搭载骁龙®X Elite 的小型 PC，

旨在支持开发者面向下一代 AI PC 创建或优化应用程序和体验。公司

为该骁龙开发套件提供了从设计到生产的一站式服务。公司是 AI PC

产业全栈产品和技术提供商, 与微软, 高通都保持着非常紧密的合作, 

并且在 AIPC 生态方面也和主流 PC 厂商建立合作, 帮助厂商在端侧场

景的落地。 

 

3. 公司在海外业务主要的场景是哪些? 今后的海外业务发展前景如何? 

面对一些可能出现的关贸壁垒, 公司如何看待“企业出海”和业务”

全球化”的机遇或挑战?   

答: 公司坚定全球化的战略不会动摇。公司的海外业务覆盖手机, 汽

车, 物联网等全场景产品线。中国拥有全球最大的手机、汽车及物联

网市场。同时，中国拥有完备的供应链和生态制造体系。公司作为一

家操作系统和端侧智能产品和技术厂商, 拥有得天独厚的市场优势和

供应链优势。同时, 我们根植中国，走向世界。在中国、欧洲、北

美、日本和东南亚等主要市场，通过技术、生态、人才、市场等多元

化实践，迈向我们的全球化目标。 

2024 年上半年, 公司来自于欧美、日本等海外国家或地区的营业收入

8.59 亿元，较上年同期增长 14.20%。公司发挥全球化布局优势，加大

海外业务体系建设，将中国软件行业优势复制到全球各大市场，逐步

扩大全球市场份额。 

比如, 在汽车领域, 在未来电子电气（E/E）架构变革中, 公司从产品和

技术布局中不断整合, 形成全球化解决方案。以公司发布的整车操作系

统"滴水 OS"为例, 全球汽车产业生态和应用生态，需要既支持国内的

应用生态，又支持海外的全球应用生态，可根据车型、区域、用户提供

灵活配置。然而, 来自不同国家和地区在市场需求、法规标准、消费习



惯以及生态适配等方面面临诸多难题。与此同时，车企还面临着汽车技

术架构变革以及端侧智能化等新技术所带来的挑战。因此, 产业需要融

合了全球汽车产业生态和应用生态，彰显全球化特质的整车操作系统。

在加速发展的物联网领域，中国企业在海外的核心能力，正从制造能力

转向经营能力以及科技创新能力。针对物联网技术在全球业务 中的应

用实践，很多出海企业都面临着“碎片化”的挑战，需要建立一个具备

全球覆盖和统一管理能力的物联网平台，并针对智能家居、智能制造等

领域的创新业务场景，实现物联网平台与大数据、人工智能等技术的高

效集成。公司可以为出海的物联网客户, 提供一站式的 IoT 平台的开

发、部署、运维服务，帮助其智能硬件产品在全球更快速的上市并提供

更好的用户体验，助力企业实现智能制造升级。 

 

公司坚定“全球化+本地化”的战略布局不会改变。如今,公司的研发团

队遍布 16 个国家或地区。通过“全球化+本地化”及时掌握每个市场的

前沿技术趋势和客户需求，快速响应当地合作伙伴或客户，从而提升客

户满意度和研发效率，持续为客户创造价值。一方面, 公司通过全球团

队向当地客户提供便捷、高效的产品和服务, 确保全球化业务的持续增

长。另一方面, 公司会进一步扩充全球整合的研发资源, 根据不同国家

或地区各自的人才特色和优势, 在全球范围内持续不断地吸引优 质人

才，建立具有区域特色的技术团队，发挥不同国家或地区的人才特色和

优势，在通讯技术、半导体技术、软件工程、科学技术等方面都拥有良

好人才储备，优秀人才的加入也助力公司始终站在操作系统技 术的前

沿位置。  

 

 

4. OpenAI 发布 o1 模型，数学、代码等领域取得大幅进步, 结合到公

司的业务场景上, 会带来哪些切入的融合点? 端侧智能产品的发展会

带来哪些潜在的变化? 另外, 随着 o1 的代码效率提升, 公司的研发体

系和结构上会发生哪些变化?  

答: GPT-o1 通过提升逻辑推理能力, 不仅增强了自身的智能水平，还

为操作系统和端侧智能设备提供了强大的技术支持。比如, GPT-o1 的

逻辑推理能力优化后，可以在边缘设备上进行复杂的本地推理和数据

处理，降低延迟，提升实时性。随着编码能力的提升, 可以帮助开发

者进行代码编写、调试和优化，通过逻辑推理提供智能化的代码建

议，提高开发效率和代码质量。 

AI 能力的不断提升或进步, 都将推动“端侧智能”的持续发展和繁

荣。“端侧智能”是随着操作系统技术和最新的人工智能技术不断发

展, 融合云计算和边缘/端侧计算的混合 AI 技术,不仅帮助云端和边缘

终端之间 AI 负载的分配和协调, 并且实现更加强大, 高效的端侧智

能。同时, 异构计算和混合 AI 为端侧设备带来了前所未有的计算能力

和智能化水平, 不仅体现在硬件的强大性能上,更重要的是体现在软件

的系统优化和价值提升。 

作为软件平台厂商, 公司 90%以上都是研发工程师和技术专家。平台

化智能型人才组织管理, 是提升效率的有效路径, 同时, 公司从技术研



发到运营管理, 都在不断融合最新的人工智能技术提升效率。比如, 编

程代码是庞大且复杂的软件工程管理的一环, 在软件开发领域, 公司的

Rubik Studio 这款人工智能编程工具, 可以高效实现代码生成, 代码补

全, 代码检测, 方案生成, 软件工程测试等, 从而提高了编程效率。此

外, 软件工程还包括从客户需求分析, 系统设计, 编码, 调试测试, 交

付部署等一系列生命周期管理。公司将持续关注并融合智能操作系统

和人工智能的最新技术, 持续推动公司智能组织的优化和软件工程的

卓越。 

 

5. 公司在南京打造的智能汽车产业园(T-Park)竣工, 该产业园的定位和

目标如何?  

答: 中科创达在南京打造的智能汽车产业园（T-Park）园区于 9 月 4 日

顺利完成竣工验收，成功取得联合验收备案证。中科创达智能汽车产

业园将于年底正式启用。这座由前沿设计理念精心打造的 5A 级园

区，不仅是一座物理空间的里程碑，也标志着中科创达在智能汽车产

业领域再度迈出关键一步。公司拥有智能汽车全栈产品和技术, 并且

在南京当地拥有强大的产品, 技术和研发资源。公司将不断为当地的

智能汽车产业发展贡献力量。 

附件清单（如有） 无 

日期 2024 年 10 月 7 日 

 


